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Abstract (en)
[origin: WO9004912A1] According to a process for soldering the leads of SMD components (3) on a printed circuit board (1), a surface structure is
formed on the printed circuit board (1) in such a way that depressions are located where the leads are to be soldered. The SMD components (3) are
placed with their leads (31) in the depressions filled with solder.

Abstract (fr)
Selon un procédé de soudage des connexions de composants (3) pour montage en surface sur une carte de circuits imprimés (1), on forme sur la
carte de circuits imprimés (1) une structure en surface telle que des dépressions sont situées aux endroits où les connexions doivent être soudées.
Les composants (3) pour montage en surface sont posés avec leurs connexions (31) dans les dépressions remplies de soudure.
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